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Abstract of DE31 38285 

A supporting plate (T), which can be plugged 
vertically onto a printed-circuit board (LP) by 
means of a plurality of rows of conductive pins 
(Pa, Pi) and consists of insulating material for 
supporting one or more components having a 
multiplicity of supply line connections, all the 
pins (Pi, Pa) being fitted along a side edge of 
the supporting plate (T) in a projecting manner 
such that their axis directions are oriented 
mutually parallel and parallel to the supporting 
plate (T), and at right angles to the surface of 
the printed-circuit board (LP), the pins (Pi, Pa) 
being conductively connected via connecting 
spots (AFi, AFa) to in each case one 
associated line (L). Two rows of connecting 
spots (AFi, AFa) are fitted closely one above 
the other along the side edge on the front side 
of the supporting plate (T), the upper row of 
connecting spots (AFa) being fitted offset with 
respect to the lower row of connecting spots 
(AFi) such that an upper connecting spot (AFa) 
is in each case located in the centre above two 
adjacent lower connecting spots (AFi), the 
distances between the upper connecting spots 
(AFa) being so great that there is in each case 
space between them for a line (L) to a lower 
connecting spot (AFi), and the lower 
connecting spots (AFi) being conductively 
connected to the pins (Pi) of the first row and 
the upper connecting spots (AFa) being 
conductively connected to the pins (Pa) of the 
second row. 
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Mittels mehrerer Reihen von leitenden Stiften senkrecht auf eine Leiterplatte steckbare Tragerplatte und Verf ahren 
zur Herstellung der Tragerplatte 
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Mittels mehrerer Reihen von leitenden Stiften (Pa, Pi) 
senkrecht auf eine Leiterplatte (LP) steckbare Tragerplatte (T) 
aus Isoliermateria! zum Tragen eines Oder mehrerer, eine 
hohe Vieizahl von Zuleitungsanschlussen aufweisender Bau- 
teile. wobei alle Stifte (Pi, Pa) entlang einer Seitenkante der 
Tragerplatte (T) in abstehender Weise so angebracht sind, 
dafl ihre Achsrichtungen untereinander parallel und zur Tra- 
gerplatte (T) parallel sowie senkrecht zur Oberflache der 
Leiterplatte (LP) orientiert sind. wobei die Stifte (Pi, Pa) uber 
AnschluBflecken (AFi\ AFa) mit jeweils einer zugeordneten 
Leitung (L) ieitend verbunden sind. Entlang der Seitenkante 
an der Vorderseite der Tragerplatte (T) sind dicht Obereinan- 
der zwei Reihen von AnschluBflecken (AFi, AFa) angebracht, 
wobei die obere Reihe von AnschluBflecken (AFa) so versetzt 
gegen die untere Reihe von AnschluBflecken (AR) ange- 
bracht ist. daB ein oberer AnschluBfleck (AFa) jeweils in der 
Mitte uber zwei benachbarten unteren AnschluBflecken (AFi) 
hegt. wobei die Abstande der oberen AnschluBflecken (AFa) 
untereinander so groB sind, daB zwischen ihnen jeweils eine 
Leitung (L) zu einem unteren AnschluBfleck (AFi) Platz hat, 
und wobei die unteren AnschluBflecken (AR) mit den Stiften 
(Pi) der ersten Reihe und die oberen AnschluBflecken (AFa) 
mit den Stiften (Pa) der zweiten Reihe Ieitend verbunden sind. 

(31 38 285) 
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(lyMittels mehrerer Reihen von leitenden Stiften (Pa, Pi) 
senkrecht auf eine Leiterplatte (LP) steckbare Tragor- 
platte (T) aus Isoliermaterial , z.B. aus Glas Epoxa d- 
glashartgewabe oder Keramik, insbesoncere in Miniatur- . 
ausftihrung; 

- zum Tragen eines oder mehrerer, eine hohe Vielzahl von 
Zuleitungsanschliissen aufweisender, bereits angebrach- 
ter oder erst spater anzubringender Bauelemente , ins- 
besondere zum Tragen von VLSI-Bausteinen, 

wobei 

- alle Stifte (Pi, Pa) entlang einer Seitenkante de'r 
Tragerplatte (T) in abstehender Weise so angebracht 

15 sind, daB 

ihre Achsrichtungen untereinander parallel und zur 

Tragerplatte (T) parallel sind sowie 
ihre Achsrichtungen senkrecht zur Oberflache der, 

bereits angebrachten oder erst spater anzubringen- 
20 den, Leiterplatte (LP) orientiert sind, 

- die Stifte (Pi, Pa), zur leitenden Verbindung der " 
Stifte (Pi, Pa) mit den Zuleitungesanschlussen,uber 
Anschlufiflecken (AFi, AFa) mit jeweils einer zuge- 
ordneten Leitung (L) lei tend verbunden sind, und 

25 - die Anschlufiflecken (AFi, AFa) zusammen mit den Lei- 
tungen (L) auf der Tragerplatte (T) angebracht , z . B. 
aufgedruckt, sind, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

- entlang der Seitenkante nn der* Vorderseite der Tr3- 
30 gerplatte (T) dicht ubereinander zwei Reihen von 

Anschlufiflecken (AFi, AFa) angebracht sind, 

- die -obere Reihe von Anschlufiflecken (AFa) so raum- 
lich versetzt gegen die untere Reihe von Anschlufi- 
flecken (AFi) angebracht ist, daB ein oberer An- 

35 schlufifleck (AFa) Jewells, Jedenfalls angenahert, in 

der Mitte 
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iiber zwei benachbarten unteren AnschluBflecken (AFi) 
liegt, 

die Abstande der oberen AnschluBflecken (AFa) unter- 
einander so groQ sind, dafl zvischen ihnen jeweils eine 
Leitung (L) zu einem unteren Anschlufl fleck (AFi) 
Platz hat, und 

die unteren AnschluBflecke (AFi ) rait den Stiften (Pi) 
der ersten Reihe von Stiften und die oberen AnschluB- 
flecke (AFa) mit den Stiften (Pa) der zweiten Reihe von 
Stiften leitend, z.B. durch Loten, verbunden sind 
(Fig. 1 und 6) . 

. Tragerplatte nach Patentanspruch 1 , 
adurch gekennzeichnet, daB 
sie vier Reihen von Stiften entlang der Seitenkante 
auf we is t und 

auch auf der Riickseite, in gleichartiger oder in glei- 
cher Weise wie auf der Vorderseite, entlang derselben 
Seitenkante dicht ubereinander zwei weitere Reihen von 
AnschluBflecken, die dementsprechend jeweils mit den 
Stiften (Pi, Pa) der dritten und der vierten Reihe von 
Stiften leitend verbunden sind, angebracht sind 
(Fig. 2). 

» Tragerplatte nach Patentanspruch 1 oder 2, 
adurch gekennzeichnet, daB 
die zweite Reihe von Stiften (Pa), welche mit den 
oberen AnschluSflecken (AFa) verbunden sind, im Be- 
reich, wo sie in die Leita^platte (LP) gesteckt werden, 
einen grofleren Seitenccbstand von jener Ebene der 
Tragerplatte (T), welche die verbundenen AnschluB- 
flecke (AFa) trti/^t, aufweist als die erste Reihe von 
Stiften (Pi), welche mit den unteren AnschluGflecken 
( AFi ) ver bunder* sind 
(Fig. 2 und 6) . 
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4. Tragerplatte nach Patentanspruch 3 9 
dadurch gekennzeichnet, daB 

- die erste Reihe von Stiften (Pi) so raumlich ver- 
setzt gegen die zweite Reihe von Stiften (Pa) ange- 

5 bracht ist, daB ein Stift (Pi) der ersten Reihe Je- 
wells, jedenfalls angenahert, in der Mitte neben zwei 
benachbarten Stiften (Pa) der zweiten Reihe liegt 
(Fig. 4 und 5). 

10 5. Tragerplatte nach einem der vorhergehenden Patent- 
ansprtiche , 

dadurch gekennzeichnet, dafl 

- zumindest ein Teil der Stifte (Pi) unterhalb der be- 
treffenden Seitenkante der Tragerplatte (T) jeweils 

15 einen Anschlaglappen (AL in Fig. 2 und 7) zur Ju- 

stierung der betreffenden Stifte (Pi) gegentiber der 
Tragerplatte (T) aufwei sen. 

6. Verfahren zur Herstellung der gemaB einem der vorher- 
20 gehenden Patentansprtiche aufgebauten Tragerplatte, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

- zuerst die AnschluBflecken (AFi, AFa) hergestellt wer- 
den, sowie aus leitendem Dickschichtmaterial, z.B. 

aus Phosphorbronze-Federblech Oder aus Cu-Folie, die 
25 Stifte (Pi, Pa) zumindest einer der Reihen von Stif- 
ten, kammformig in einem Stiick uber eineVf§cA£?§cha) 
zusammenhangend, z.B. durch Feinatzen, fiir sich her- 
gestellt und gebogen werden 
(Fig. 7 und 8); 
30 - danach die Stifte (Pa, Pi) mit ihrem von der Schiene 
entfernten Ende mit den zugeordneten AnschluBflecken 
(AFa, AFi) lei tend verbunden, z.B. verlotet, werden; 
sowie 

- schliefllich die betreffende Schiene (Scha, Schi ) , z.B. 
35 durch Abschneiden, entfernt wird. 
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7. Verfahren nach Patentanspruch 6 f 
dadurch gekennzeichnet, daB 
- die Schienen (Scha, Schi) mehrerer Reihen von Stiften 
durch eine einzige GroBschiene gebildet werden, an 
welcher bei ihrer Herstellung aus dem Dickschichtmate- 
rial nach einer Seite kammformig eine oder mehrere 
Reihen von Stiften (Pi) hangt,und nach der gegeniiber- 
liegenden Seite kammformig eine andere oder mehrere 
andere Reihen von Stiften (Pa) hSngt. 
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5 Mittels mehrerer Reihen von leitendeaa Stiften senkrecht 
auf eine Leiterplatte steckbare Tragerplatte und Ver- 
fahren zur Herstellung der Tragerplatte. _ 

Die Erfindung wurde insbesondere fur eine ca, 18 x 75 mm 
10 groBe(ca. 3/4 x 3 Inch grofie) Tragerplatte in Miniatur- 
ausfiihrung mit vier Reihen von je 30 Stiften langs der 
einen 75 mm-Seitenkante fUr die Anwendung im zentralen 
Rechner eines rechnergesteuerten Fernsprech-Vermitt- 
lungssystems entwickelt. Die Erfindung eignet. sich aber 
15 schlechthin fur alle senkrecht steckbaren Tragerplat- 
ten mit besonders vielen Stiften, liber welche jeweils 
unterschiedliche Signale bzw* Spannungen geleitet ver- 
den k5nnen. 



20 Die Erfindung geht aus von der im Oberbegriff des Pa- 
tentanspruchs 1 angegebenen Tragerplatte, welche fur 
sich z.B. durch Nachrichtentechnik 18 (1968) H.3, 
Seiten 112 bis 115, insbesondere Bild 2c bekannt ist. 
Aus dieser Druckschrif t , insbesondere aus den Abschnit- 

25 ten 2*4 und 3.2, geht auch hervor, daB Mindeststab- 

stande, dort ca. 2,5 mm -der Anschltlsse bzw. Stifte ein- 
zuhalten sind, welche die Anzahl der Anschliisse langs 
der die Stifte tragenden Seitenkante der Tragerplatte 
oft unangenehm begrenzen. Bemerkenswerterweise wird 

30 dort dargelegt, daB nach der Ansicht jener Autoren die 
in cfem Bild 2c gezeigte Tragerplatte mit zwei Reihen 
von Stiften nicht ratsam ist, weil namlich eine senk- 
recht steckbare Tragerplatte mit einseitig mehreren, 
nSmlich zwei, Reihen von Stiften vor allem zu unokono- 

35 misch im Vergleich zu einer senkrecht steckbaren Leiter- 
platte mit einseitig nur einer einzigen Reihe von Stif- 
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ten sex. Diese Ansichten sind jedenfalls insofern rich- 
tig, als die Abstande zwischen den AnschluBflecken so- 
wie die Breite dieser AnschluBflecken gewisse Mindest- 
maBe nicht unterschreiten sollen, urn eine ausschuBarme 
5 Fertigung von zuverlassig betreibbaren Tragerplatten zu 
gewahrleisten. 

Die Aufgabe der Erfindung ist, die Moglichkeit zu bie- 
ten, 

10 - die Anzahl der AnschluBflecken pro Langeneinheit der 

Seitenkante unter Beibehaltung bisher ublicher Raster- 
maBe erheblich zu vergroBern^ 

ohne wesentlich die Breite der AnschluBflecken und 

der en Abstande voneinander vermindem zu mils sen und 

15 ohne den Flachenbedarf fur die AnschluBflecken auf 

der Tragerplatte sehr stark erhohen zu miissen, sowie 

- trotzdem bei Bedarf sogar einseitig vier Reihen von 
Stiften, die sogar Jewells vollig verschiedene Signale 
lei ten konnen, nach dem Prinzip der Erfindung an der 

20 betreff enden Seitenkante anbringen zu konnen und 

- die verschiedenen Reihen von Stiften auch in Serien- 
fertigung mit vertretbarem Aufwand an der Tragerplatte 
anbringen zu konnen. 

25 Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des Patent- 
anspruchs 1 genannten zusatzlichen MaBnahmen gelost. 

Die Erfindung bietet damit die Moglichkeit, sogar mehre- 
re VLSI-Chips mit jeweils besonders vielen eigenen Zu- 

30 leitungsanschliissen auf der relativ kleinen Tragerplat- 
te platzsparend unterbringen zu konnen. Dabei sind sol- 
che senkrecht steckbaren Tragerplatten auch hinsicht- 
lich Ktihlung bzw. thermischer Belastbarkeit ,im spateren 
Betrieb der yon ihnen getragenen Bauelemente bzw. Bau- 

35 steine, besonders giinstig, was bereits ftir sich z.B. 

in DE-OS 30 33 900, 30 33 881, 30 36 196 und 31 21 515 
angegeben ist. 
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Die in den Unteranspruchen genannten MaBnahmen gestat- 
"ten, zusatzliche Vorteile zu erreichen. Es gestatten 
nSmlich die MaBnahmen gemaS Patentanspruch 
2, besonders viele Stifte und AnschluBflecken langs 

der betreffenden Seitenkante anzubringen, 
3 f einen besonders groBen Rasterabstand zwischen den 

einzelnen Stiften in jenem Bereich, in welchem sie 

in die Leiterplati:en-Locher gesteckt v/erden p zuzulas- 

sen, 

4, trotz der dann erreichbaren besonders hohen . Dichte 
der Stifte auf der Lochplatte besonders betriebs- 
sicher angewendet und ausschuBarm hergestellt werden 
zu konnen, 

5, die Justierung der betreffenden Reihe von Stiften 
beim leitenden Verbinden dieser Stifte mit den ihnen 
jeweils zugeordneten AnschluBflecken zu erleichtern, 

6, die Stifte in s erienf ertigung leitend mit den An- 
schluBflecken ausschuBarm verbinden zu konnen, und 

7, den Ausschufl, trotz weiterer Vereinf achung der Her- 
stellung der Stifte, weiter verringem zu konnen bei 
zusatzlicher Einsparung von Zeitaufwand zum leiten- 
den Verbinden der Stifte mit den AnschluBflecken. 

Die Erfindung wird anhand der in den 8 Figuren schema- 
tisch gezeigten Details von Ausfuhrungsbeispielen wei- 
ter erlautert, wobei Figur 

1 einen senkrechten, maBig vergroBerten Schnitt durch die 
auf eine Leiterplatte gesteckte, in diesem Falle be- 
sonders hohe, namlich ca. 38 mm hohe Tragerplatte mit 
vier Reihen von Stiften, 

2 einen stark vergroBerten, kleinen Aus schnitt aus Fi- 
gur 1 f der die die Stifte aufweisende Seitenkante der 
Tragerplatte sowie die Durchkontaktierungen der* Leiter- 
platte mit den hindurch gee teckten Stiften erkennen 
lSBt, 



3138285 



- ¥ - * vpa 8f p 5 9 5 t DE 

3 eine stark vergroflerte Seitenansicht des in Fig. 2 
gezeigten Ausschnittes, 

4 eine maflig vergroflerte Draufsicht auf jene Locher der 
Leiterplatte, in die die Stifte des in Fig 1 gezeig- 

5 ten Beispieles gesteckt werden, 

5 eine stark vergroflerte Draufsicht des in den Fig. 2 
und 3 gezeigten Ausschnittes, 

6 eine mittelmSflig vergroflerte schiefe Ansicht eines 
grofleren Ausschnittes der Vorderseite des in Fig. 1 

10 gezeigten Beispieles, sowie 

7 und 8 mittelmaflig vergroflerte Beispiele von kamm- 
formig langs einer Schiene, die spater wieder entfernt 
wird, angebrachten Reihen von Stiften vor ihrer Ver- 
bindung mit den AnschluBflecken 

15 zeigen. 

Die Fig. 1 zeigt also ein besonders viele Stifte aufwei- 
sendes Beispiel einer Tragerplatte T, welche senkrecht 
in die Locher der Leiterplatte LP gesteckt 1st. Die 

20 Tragerplatte T weist hier namlich sowohl auf ihrer Vor- 
derseite als auch auf ihrer Riickseite jeweils zwei Rei- 
hen von Stiften auf, wobei diese Reihen untereinander , 
in jenem Bereich, wo sie in die Leiterplatte LP gesteckt 
sind, jeweils einen Abstand von nur 2,54 mm aufweisen. 

25 Diese Stifte, vgl. Pa und Pi, sind auch in den Fig. 2, 3 
und 5 bis 8 erkennbar. 

Die Tragerplatte T besteht aus Isoliermaterial, z.B. aus 
Glas, Epoxidglashartgewebe oder Keramik und dient zum 
30 Tragen eines oder mehrerer, eine hohe Vielzahl von Zu- 
leitungsanschliissen aufweisender, im gezeigten Beispiel 
erst spater angebrachter Bauelemente, insbesondere zum 
Tragen von VLSI-Baust einen. 

35 Die Fig, 1 bis 3 und 5 bis 8 lassen erkennen, dafl diese 
Stifte entlang einer Seitenkante der TrMgerplatte T in 
abstehender Weise so angebracht sind, dafl ihre Achsrich- 
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tungen untereinander parallel und zur Tragerplatte T 
parallel sind, sowie dafl ihre Achsrichtungen senkrecht 
zur Oberflache der Leiterplatte LP orientiert sind. Die se 
Stifte sind, zur leitenden Verbindung derselben mit den 
5 Zuleitungsanschliissen der spater angebrachten Bauelemen- 
te tiber die in den Figuren 2, 3, 5 und 6 gezeigten An- 
schluBflecken AFi, AFa, mit jeweils einer zugeordneten 
Leitung L leitend verbunden, vgl. Fig. 3 und 6, Diese 
AnschluBflecken AFi, AFa sind zusammen mit den Leitungen 
10 L auf der Tragerplatte T angebracht, z.B. in fur sich 
bekannter Weise aufgedruckt. 

Die Anbringung so vieler Reihen von eng benachbarten 
Stiften Pa, Pi wurde dadurch ermoglicht, daB entlang 

15 der die Stifte aufweisenden Seitenkante der Tragerplat- 
te T,und zwar hier an der Rtickseite und an der Vorder- 
seite der Tragerplatte T, dicht libereinander jeweils 
zwei Reihen von AnschluBflecken AFi, AFa angebracht 
wurden, vgl. Fig, 2, 3 und 6. Um mit der erwiinschten 

20 Dichte die Stifte anbringen zu konnen, wurde die obere 

Reihe von AnschluBflecken AFa so raumlich versetzt gegen 
die untere Reihe von AnschluBflecken AFi angebracht, dafl 
ein oberer AnschluBfleck AFa jeweils in der Mitte uber 
zwei benachbarten unteren AnschluBflecken AFi liegto 

25 Hierbei warden die hier ca. 1,3 nam betragenden Abstan- 
de der oberen ca. 1,2 mm breiten AnschluBflecken AFa 
untereinander so groB gewahlt, vgl. Fig. 3 und 6, daB 
zwischen ihnen jeweils eine hier 0,3 mm breite Leitung L 
zu einem unteren AnschluBfleck AFi noch ausreichend Platz 

30 hat. Die Fig. 1 bis 3 und 6 zeigen, daB die unteren An~ 
schlufiflecke AFi mit den Stiften Pi der ersten Reihe von 
Stiften und die oberen AnschluBflecke AFa mit den Stif- 
ten Pa der zweiten Reihe von Stiften leitend, z.B. durch 
Loten, verbunden wurden. Dabei ist der Abstand der Stif- 

35 te untereinander innerhalb jeder Reihe wieder nur 2,54 'mm, 
vgl. Fig. 3 und 5. 
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Auf diese Weise wurde erreicht, daB, verglichen mit dem 
Stand der Technik, die Anzahl der AnschluBflecken pro 
Langeneinheit der Seitenkante unter Beibehaltung bisher 
tiblicher RasteraaBe erheblich vergroBert wurde , ohne 
wesentlich die hier 1,2 mm betragende Breite der An- 
schluBflecken und deren hier ca. 1,3 mm betragenden Ab- 
stande voneinander im Vergleich zu den dafiir bisher iib- 
lichen MaBen vermindern zu miissen und ohne den Flachen- 
bedarf fur die AnschluBflecken auf der Tragerplatte sehr 
stark erhohen zu miissen. Hierbei wurden trotzdem sogar 
einseitig vier Reihen von Stiften, die sogar jeweils vol- 
lig verschiedene Signale lei ten konnen, nach dem Prinzip 
der Erfindung an der betreff enden Seitenkante ange- 
bracht, wobei, wie spater nach weiter erlautert wird, 
die vier Reihen von Stiften sogar auch in Serienferti- 
gung mit vertretbarem Auf wand an der Tragerplatte T an- 
gebracht werden konnen. Die Erfindung bietet damit die 
Moglichkeit, sogar mehrere VLSI-Chips mit Jewells be- 
sonders vielen eigenen Zuleitungsanschliissen auf der 
relativ kleinen Tragerplatte platzsparend unterbringen 
zu konnen. Vor all em kann dabei auch zugelassen werden, 
daB sogar alle Stifte der vier verschiedenen Reihen von 
Stiften jeweils unterschiedliche Signale bzw. Spannungen 
und Strome leiten; bei einer vier Reihen von Je drei&ig 
Stiften aufweisenden Seitenkante von 75 mm Lange also 
z.B. 117 unterschiedliche Signale und 3 konstante 
Stromversorgungs- bzw. Erdungspotentiale. Dabei ist die 
Platzausnutzung auf der Tragerplatte T ganz besonders 
hoch und die betreff ende Seitenkante trotz allem beson- 
ders kurz. Insbesondere wurde auch der hohe Leiterplat- 
ten-Platzbedarf und vergleichsweise schlchte Ktihlbarkeit 
von waagrecht beidseitig oder auch vierseitig steckbaren 
Tragerplatten vermieden. JjDiese besonders hohe Dichte der 
Stifte und AnschluBflecken wurde insbesondere dadurch 
erreicht, dafl die betreffende Seitenkante nicht nur 
zwei oder drei, sondern sogar vier Reihen von Stiften 
aufweist, wobei auch auf der Ruckseite, in gleicher Weise 
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wie auf der Vorderseite, entlang derselben Seitenkante 
dicht tiber einander zwei we iter e Reihen von AnschluB- 
flecken angebracht sind, die dementsprechend jeweils 
mit den Stiften Pi, Pa der dritten und der vierten 
5 Reihe von Stiften leitend verbunden sind, vgl. Fig. 2 0 

Grundsatzlich ist die erfindungsgemaBe MaBnahme aber 
auch schon bei nur zwei Reihen von Stiften an der Vor- 
derseite und bei drei Reihen von Stiften, davon eine 
10 auf der Rlicksei-te der Tragerplatte, wenngleich auch mit 
dann jeweils entsprechend geringerer Anzahl von Stiften 
pro Langeneinheit der Seitenkante anwendbar. 

Ein vergleichsweise groBer Abstand zwischen den Lochern 

15 der Leiterplatte LP. und zwischen den Stiften der ersten 
und der zwei ten Reihe wird trotz besonders hoher Anzahl 
der Stifte dadurch erreicht, vgl. Fig. 2, 4, 5 und 6, 
dafl die zweite Reihe von Stiften Pa, welche mit den obe- 
ren AnschluBflecken AFa verbunden sind, im Bereich, wo 

20 sie in die Leiterplatte LP gesteckt werden, einen groBe- 
ren Seitenabstand von jener Ebene der Tragerplatte T, 
welche die verbundenen AnschluBflecke AFa tragt, aufweist 
als die erste Reihe von Stiften Pi, welche mit den un- 
teren AnschluBflecken AFi verbunden sind. Die zwei Rei- ' 

25 hen sind also auf der Leiterplatte LP nicht in der Wei- 
se miteinander verschachtelt , daB,bezogen auf die in 
Fig. 4 und 5 gezeigten Durchkontaktierungen D in der 
Leiterplatte LP, die Stifte Pa, Pi beider Reihen eine 
eihzige Reihe von Stiften bildet, die abwechselnd einem 

30 oberen und einem unteren AnschluBfleck AFa, AFi zuge- 
ordnet sind. 

Die Dichte der Durchkontaktierungen D auf der Leiter- 
platte LP wurde besonders groB, bzw. der Platzbedarf 
35 senkrecht zu den Seitenflachen der Tragerplatte konnte 

besonders klein gewahlt werden, weil, vgl. Fig. 4 und 5, 
die erste Reihe von Stiften Pi so raumlich versetzt gegen 
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die zweite Reihe von Stiften Pa angebracht wurde, daB 
ein Stift Pi der ersten Reihe jeweils in der Mitte ne- 
ben zwei benachbarten Stiften Pa der zweiten Reihe liegt. 

5 Im folgenden soil auf Details hingewiesen werden, die 
vor allem fur die ausschuBarme, preiswerte Serienferti- 
gung solcher Tragerplatten Bedeutung haben. 

Hierzu kann man zuerst die AnschluBflecken AFi, AFa und 
10 die Leitungen L herstellen, z.B. mittels entsprechen- 
den Pas-ten drucken und aufschmelzen. 

Davor,gleichzeitig oder danach kann man aus leitendem 
Dickschichtmaterial, z.B. aus Phosphorbronze-Federblech 

15 von 0,25 mm Dicke oder auch aus Cu-Folie, die Stifte Pi, 
Pa von zumindest einer der Reihen von Stiften, vgl. 
Fig, 7 und 8, kammf ormig in einem Stuck uber eine Schie- 
ne Schi, Scha zusammenhangend, z.B. durch Feinatzen^fiir 
sich herstellen und biegen, was fiir* sich z.B. durch 

20 DE-AS 22 49 730, Fig. 1 und 2 jedenfalls im Prinzip be- 
kannt 1st. Danach kann man die Stifte Pa, Pi mit ihrem 
von der Schiene Schi, Scha entfernten Ende mit den zu- 
geordneten AnschluBflecken AFa, AFi leitend verbinden, 
z.B. verloten. SchlieBlich kann man die betreffende 

25 Schiene Scha, Schi, die bis dahin ja nur zur- Erleichte- 
rung der Justierung der Stifte Pa, Pi beim Verbinden mit 
den AnschluBflecken AFi, AFa dienten, z.B. durch Ab- 
schneiden, noch entfernen. 

30 Eine besonders aufwandsarme und rasche Herstellungs- 
variante besteht darin, daB statt fiir Jede Reihe von 
Stiften eine eigene Schiene Schi, Scha anzubringen, 
die Schi enen Scha, Schi von mehreren Reihen von Stiften 
durch eine einzige GroB schiene gebildet werden, an wel- 

35 cher bei ihrer Herstellung aus dem Dicks chichtmaterial 

nach einer Seite kammf ormig eine oder mehrere Reihen von 
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Stiften hangt und nach der gegentiberllegenden Seite 
kammfSrmig eine andere oder mehrere andere Reihen von 
Stiften hangt. Man kann dann diese Stifte entsprechend 
den Bediirfnissen biegen und alle diese Stifte in einem 
5 einzigen Arbeitsschritt mit den ihnen zugeordneten Rei- 
hen von Anschluflflecken AFi, AFa gleichzeitig verbinden, 
bevor man die GroBschiene abschneidet. Auf diese Weise 
konnen sogar alle vier Reihen von Stiften gleichzeitig 
dort so angebracht werden, daB nach dem Abschneiden der 
10 GroBschiene kein zusatzliches Biegen an den Stiften mehr 
notig ist, urn sie in die Durchkontaktierungen D stecken. 
zu ktfnnen. 

Das Verbinden, insbesondere Loten, der Stifte Pa, Pi mit 
15 den Anschluflflecken AFa, AFi wird besonders erleichtert, 
wenn man mittels einer speziell vorbereiteten Hilfsein- 
richtung, namlich einer Auflegvorrichtung^die an der 
Schiene hangenden Stifte lagegerecht auf die Anschlufl- 
flecken druckt. 

20 

Die Forraung der Schiene und Stifte kann man in Serien- 
fertigung durch f otolithograf ische Verfahren und durch 
Feinatzen auch in einem fast kontinuierlichen Verfahren, 
namlich im Durchlaufverfahren erreichen. Anschlieflend . 

25 wird zum passenden Biegen der Stifte ein Pragevorgang 
durchgefuhrt, der den Stiften ihre vorgeschriebene Form 
verleiht. Dabei kann auch ein Anschlaglappen AL, vglo 
Fig. 2 und 7, urn 90° aus der Ebene der Stifte herausge- 
bogen werden, der spSter beim Auflegen der Stifte auf die 

30 Anschluflflachen beim Verloten fur die genaue Hohenlage 
der Stifte sorgt, also die Justierung der Stifte beim 
Auflegen erleichtert, und der spater auch eine einwand- 
freie Schwallotung der Leiterplatte LP, vgl . Fig. 2, mit 
dem notwendigen Abstand zwischen der Tragerplatte T und 

35 der Leiterplatte erleichtert. 
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In Fig. 2 wurde bei den beiden linken Durchkontaktie- 
rungen angenommen, daB dort die Stifte Pa, Pi be- 
reits eingelotet seien. Zur Erleichterung dieser Ver- 
lotungen bzw* Justierungen wurde dort also jedenfalls 
5 ein Teil der Stifte, hier Pi, fiir den Bereich unterhalb 
der betreffenden Seitenkante der Tragerplatte T jeweils 
mit dem Anschlaglappen AL ausgestattet . 

Die beim Abschneiden der Schienen auf die Stifte uber- 
10 tragenen Krafte werden durch Querschnittverminderung 
am unteren Stiftende verringert, vgl. Fig, 3 und 6 bis 
8. Diese Querschnittverminderung kann z.B. V-formig 
sein, so daB nach dem Abschneiden der Schiene die Stif- 
te spitz auslaufen, was zusatzlichV&ltcken der Trager- 
15 platte in die Durchkontaktierungen der Leiterplatte LP 
erleichtert. 

Die Herstellung der Stifte an der betreffenden Seiten- 
kante wird auch in der gleichzeitig mit der vorliegen- 
20 den Erfindung angemeldeten weiteren Anmeldung 
81 E 5924b jDE = beschrieben* 

7 Patentansprliche 

8 Figuren 
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